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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

地球環境に配慮するための新しい材料の開発を推進するために、金属めっき材料に
対して種々の熱処理をした新素材から東北大学のFIBを用いて断面試料を作成
し、TEMにより構造・組織観察を行った。

実験
Experimental

雰囲気ガス中で熱処理したニッケルめっき基板の最表層の構造を判別するため、ま
ずX線回折法を用いてNiの存在を確認した。その後、表面からFIB集束イオンビーム
加工装置（Quanta3D/Versa3D）で薄片試料を作製し、収差補正電子顕微鏡
（JEMARM200F）を用いて表面付近の構造観察および組成分析を行った。 Fig.1
にFIB試料採取の状況を示す。表面にダメージが入らないように保護膜を蒸着した
後、Gaイオンビームにより削り加工を行い、TEM用サンプルを作製した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.2 に断面組織構造とNi元素のEDS分析結果を示す。このように、Ni基板上に形
成したNiめっき層において熱処理に伴う浸食、破壊が起きていることが判明した。
この破壊形態は気相との反応を示唆しており、メッキ層が雰囲気とどのように反応
しているかを理解することがメッキ層安定化のために必要と考えられる。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 断面試料のリフトオフの状況（SIM像）

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

Fig. 2 断面試料の組織構造（左、SEM像）とNi元素の分布（右、EDS分析）

その他・特記事項（参考
文献・謝辞等）

Remarks(References and
Acknowledgements)

成果発表・成果利用 / Publication and Patents



DOI（論文・プロシーディ
ング）

DOI (Publication and
Proceedings)

口頭発表、ポスター発表
および、その他の論文

Oral Presentations etc.

特許出願件数
Number of Patent

Applications
0件

特許登録件数
Number of Registered

Patents
0件


